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Die ,Neue Leiterplatte - TWINflex* - .
ein umweltgerechtes Leiterplattenkonzept

Von Dipl.-Ing. Jan Kostelnik, Prof. Dr. Gtinter Rohrs, Technische Universitét Dresden,

Institut flr Elektronik-Technologie

1 Einfihrung

In der konventionellen Leiterplattentechnik
wurde und wird immer wieder versucht, alle
Teilfunktionen in optimaler Art und Weise in
einem Element, der Leiterplatte, durch Funk-
tionenintegration zu verschmelzen. Daraus
ergeben sich signifikante Nachteile, die in
konstruktiven und fabrikationstechnischen
Kompromissen und der gegenseitigen Beein-
flussung der einzelnen Teilfunktionen begriin-
det sind. Die Folge sind komplexe konstruk-
tive Losungen, die naturgemaR nicht nur un-
zuverlassiger, sondern auch teurer sind. Eine
Ursache flr diese Situation liegt in den ver-
wendeten glasfaserverstarkten Basismateria-
lien, die mechanisch gebohrt werden. Uber-
dies weisen diese Basismaterialien eine
schlechte thermische Leitfahigkeit auf und
sind durch flammhemmende Zusatze meist
im hohen Grade schadstoffhaltig.

Fazit:

Die heutige klassische Leiterplattentechnik
auf FR4-Basis vermag konstruktiv und
technologisch nicht mehr alle Anforderungen
zu erfillen, die an eine moderne Leiterplatten-
technik gestellt werden.

2 Anforderungen an eine
zuklinftige Leiterplattentechnik

Zunehmend werden von einer modernen Lei-
terplatte sowie den verwendeten Basismate-
rialien eine bessere Performance und gerin-
gere Kosten gefordert. Der Aspekt der Um-
weltvertraglichkeit wurde bisher nur im Her-
stellungsprozeB3 einer Leiterplatte berlick-
sichtigt, hier existieren strenge Vorschriften
und Richtlinien fur Abwasser- und Abprodukt-

entsorgung. Der Entsorgungssproze3 nach
Gebrauchsende ist dagegen bis heute weit-
gehend offen und gesetzlich nicht vollstandig
geklart.
Uber die 8kologischen Probleme die Elektro-
nikschrott - im besonderen der Leiterplatten-
schrott - verursacht, ist man sich bereits im
klaren und stellt erste Uberlegungen an diese
Lage zu entscharfen[1].Der Weg zu einem zu-
kinftigen Verdrahtungstrager ist jedoch eng
gesteckt und mit prazisen Anforderungen
versehen.
Eine zuklnftige Leiterplattentechnik sollte fol-
gende Eigenschaften aufweisen [2]:
- Eine ,Leiterplatten“-Technik der Zukunft sollte
von den einfachen Leiterplatten- Anwendungen

bis hin zu komplexesten MCM- Schaltungen ein-
setzbar sein.

— Design und Layout sollten auf bestehenden Ent-
flechtungsanlagen erstellt werden kénnen.

— Die Technologie muB alle Komponenten und
Montagetechniken, wie DIL, SMD, TAB, COB,
etc. realisieren kénnen.

— Neben starren sollen auch flexible und starr-fle-

xible Aufbauten sowie auch 3D-Anwendungen
maglich sein.

= Dals‘ProbIem der Warmeabfuhr sollte méglichst
effizient und einfach zu 16sen sein.

- Eine zukinftige Technologie muB fir hohe
Schaltfrequenzen optimiert sein.

- Die Vgrarbeitung, wie Bestlicken, Léten, Testen,
Reparieren etc. muB analog zu einer konventio-
nellen Leiterplatte moglich sein.

— Die Zuverlassigkeit einer neuen Technologie muB3

gegenuber vergleichbaren heutigen Substraten
hoher sein.

- Die Substrate sollten mit bekannten Materialien

hoch automatisiert und mit sehr hoher Ausbeute
herstellbar sein.



